「遵守智慧財產權觀念」及「不得非法影印」

淡江大學97學年度第2學期電機系大學部教學計畫表
	課程名稱：（中文）實用電子學
	開課學系
	電機系

	（英文）Practical Electronics
	科目編號
	E0738

	授課教師：張泰鳴

	學分數
	3
	必/選修
	選修
	開課年級
	電機進學班三年級

	先修科目或先備能力：普通物理

	課程教學目標：介紹基本及實際的微電子之積體電路製造程序。由介紹製程相關知識，進而應用在各種電子元件之物理特性及元件設計。

	教科書1
	半導體製程技術導論—羅正忠　張鼎張翻譯—歐亞書局


	參考書1
	半導體製造技術 劉文超  滄海書局


	週次

（1-18）
	課程大綱
	教學方法
	備註

	
	單元主題
	內容綱要
	講授
	示範
	習作
	其他2
	

	1-2
	導論
	1.半導體歷史與回顧
2.積体電路生產的簡介
3.半導體的基礎
	●
	●
	
	
	

	3
	晶圓製造
	1.晶體結構與缺陷
2.從矽到晶圓
3.磊晶成長
	●
	●
	
	
	

	4-5
	加熱製程
	1.加熱製程的硬體
2.氧化、擴散、.退火
3.高溫化學氣相沉積法
4.快速加熱製程(RTP)系統
	●
	●
	
	
	

	6-7
	微影技術
	1.光阻

2.微影製程步驟

3.微影技術的趨勢

4.安全性
	●
	●
	
	
	


	7-8
	電漿的基礎原理
	1.電漿的定義
2.離子轟擊
3.直流偏壓
4.電漿製程的優點
5電漿增強化學氣相沉積法及電漿蝕刻反應器
6.高密度電漿
	●
	●
	
	
	

	9
	離子佈植
	1.離子佈植製程
2.安全性
3.未來的趨勢
	●
	●
	
	
	

	10
	期中考
	
	
	
	
	
	

	11
	蝕刻
	1.濕式蝕刻製程
2.電漿(乾式)蝕刻
3.電漿蝕刻製程
4. 未來的趨勢
	●
	●
	
	
	

	12-13
	化學氣相沉積與介電質薄膜
	1.化學氣相沉積(CVD)

2.介電質薄膜的應用
3.介電質CVD製程
4.高密度電漿CVD

5未來的趨勢
	●
	●
	
	
	

	14-15
	金屬化製程
	1.導電薄膜
2.金屬薄膜的特性
3.金屬化學氣相沉積法(CVD)

4.物理氣相沉積(PVD)

5.銅金屬化製程
	●
	●
	
	
	

	16
	化學機械研磨
	1.化學機械研磨的基礎
2.化學機械研磨製程
3.未來的趨勢
	●
	●
	
	
	

	17
	製程整合
	1.晶圓準備
2.井區形成
3.絕緣技術
4.電晶體的製造
5.連接導線技術
	●
	●
	
	
	

	18
	期末考
	
	
	
	
	
	

	教材編選：根據教科書，相關參考書及網路搜尋製作投影片教材
評量方法：平時成績佔30%（含報告），期中考佔30%，期末考佔40%
教學相關配合事項：教學內容、教科書、學期成績評量方法皆公告於學校教務處相關網頁及教師個人教學平台上以供學生參考。

	課程與大學部核心能力關聯比對表
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	1
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	百分比(%)
	77.8%


註：1.
教科書請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊。
2. 其他欄包含參訪、專題演講等活動。
3. 關連比對表：相關填1，不相關填0，百分比＝相關總數/9

